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(54) Verfahren zum Reibbeschichten

{67) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Reibbeschichten von metallischen AuBenflachen mittels rotierendem
Aufreibstift aus Kupfer oder giner kupferhaltigen Legierung im Beisein von Glyzerin, wobei durch den Aufreibstift auf
die metallische AuBenflache zuerst eine Messingschicht aufgerieben und der beschichtete Reibflachenbereich
gleichzeitig mechanisch verfestigt wird. Die Aufgabe der Erfindung, das Verfahren des mech. Reibbeschichtens mit
einem chem. Verfahren der Reibbeschichtung zu kombinieren, wird dadurch gelést, daly dem Aufreibstift eine
Glyzerin-, eine Kupferverbindung, ein Reduktionsmittel und Wasser enthaltende Flissigkeit zugefihrt wird, aus dieser
Flissigkeit durch den Wasseranteil bewirkt und tribochemisch angeregt Kupfer abgeschieden und auf der Reibflache
angelagert wird und durch das Reduktionsmittel die Prozczce der Oxydation der Reibpaarung reduziert werden.
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Verfahren zum Reibbeschichten von metallischen Auisenflichen mittels rotierenden Aufreibstiftes aus
Kupfer oder einer kupferhaltigen Legierung im Beisein von Glyzerin, wobei durch den Aufreibstift auf
die metallische AuRenfliche zuerst eine Messingschicht aufgerieben und der beschichtete
Reibflachenbereich gleichzeitig verfestigt wird, dadurch gekennzeichnet, daR dem Aufrsibstift eine
Glyzerin, eine Kupferverbindung, sin Reduktionsmittel und Wasser enthaltende Fliissigkeit zugefiihrt
wird, aus dieser Fliissigkeit durch den Wasseranteil bewirkt und tribochemisch angeregt Kupfer
abgeschieden und auf der Reibfliche angelagert wird und durch das Reduktionsmittel die
Oxydationsprozesse der Reibpaarung reduziert werden.

Axawendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Reibbeschichten von matallischen AuBenflichen mittels rotierenden Aufreibstiftes aus
Kupfer oder einer kupferhaltigen Legierung im Beisein von Glyzarin, wobei durch den Aufreibstift auf die metallische
AuBenfliche zuerst eine Messingschicht aufgerisben und der beschichtete Reibflichenbereich gleichzeitig mechanisch
verfestigt wird.

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Bekanntist aus der DD-PS 155436 ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Beschichten von metallischen Oberflachen zur
Minderung von Reibung und Verschleif zur Varbesserung des Einlaufs der Bauteile und zur ErhShung der Zuverlassigkeit und
der Nutzungsdauer. Cas Beschichten der Oberflichen erfolgt mit einem rotierenden Reibstift aus Messing cder anderen
kupferhaltigen Legierungen unter Verwendung von Glyzerin als Schmierstoff.

Nachteilig an diesem Verfahren ist, daB durch das mechanische Reibbeschichten nur eine Messingschicht aufverfestigteam
Grund entsteht und eine weitere Verbesserung der Gleiteigenschaften der beschichteten Fldchen nur durch ein duBerst
langwieriges und zeitaufwendiges wiederholtes Aufreiben erreichbar ist.

Ziel der Erfindung

Es ist Ziel der Erfindung, ein Verfahren zum Reibbeschichten von metallischen AuBSenflachen zu schaffen, mit dem der
Schichtaufbau beim Reibbaschichten weiter varbessert wird,

Darlegung des Wesens der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es, das Verfahren des mechanischen Reibbeschichtens mit eirem chemischen Verfahren der
Reibbeschichtung zu kombinieren,

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe dadurch gelést, daB dsm Aufreibstift eine Glyzerin, eine Kupferverbindung, ein
Reduktionsmittel und Wasser enthaltende Flissigkeit zugefithrt wird, aus dieser Fliissigkeit, durch den Wasseranteil bewirkt und
tribochemisch angeregt, Kupfer abgeschieden und auf der Reibfliche angelagert wird und durch das Reduktionsmittel die
Oxydationsprozesse der Reibpaarung reduziert werden.

Ausfiihrungsbeisplel

Anhand eines Ausfiihrungsbeispiels soll nachfolgend die Erfindung niher erfdutert werden.

Das Beschichten erfolgt in bekannter Weise gemaB DD-PS 155436 und v.ater gleichen energetischen Bedingungen wie bisher
mittels eines rotierenden Messingstiftes. Zur Erhdhung der Effektivitat des mechanischen Reibbeschichtens wird dem
Messingreibstift eine Fliissigkeit zugefGhrt, die neben Glyzerin, eine Kupferverbindung, ein Reduktionsmittel und Wasser
enthilt,

Durch den Messingreibstift wird eine 2-4pm dicke Messingschicht aufgariaben, und der Untergrund der beschichteten
Obarfléche wird in einer bereits bekannten Tiefe verfestigt.

Durch die Zugabe der Glyzerin, eine Kupferverbindung, ein Reduktionsmittel und Wasser enthaltenden Fliissigkeit erfolgt nach
weniger als 2 Sekunden aus dieser Flissigkeit heraus eine zurétzliche tribochamisch angeregte Kupferschichtabscheidung auf
den beschichteten Reibflichan. Dabei erfolgt die Kupferabs- teidung durch die Kupferionen, die infolge der Lésung der
kupferhaltigen Verbindung in Wasser entstehen. Durch das Reduktionsmittel werden die Oxydationsprozesse der Reibpaarung
reduziert,

Somit wird in der gleichen Zeit wie bisher durch den Zusatz der Glyzerin, eine Kupferverbindung, ein Reduktionsmittel und
Wasser enthaltenden Fliissigkeit zusétzlich zur mechanisch aufgeriebenen Messingschicht eine besondere Kupferschicht mit
extrem geringer Schubfestigkeit infolge unbesetzter Gitterplatze im Metallgitter erzeugt, wobei Reibkraft und Verschlei
wesentlich weiter reduziert werden.
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